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RJ45 jeladé-aljzatok (magneses) gigabitos
alkalmazasokhoz (1000 base-T) integralt kompenzalassal
- aktivan egylttmikodik az induktiv és kapacitiv
csatolasokkal, valamint helyet takarit meg a NYAK-on.

A termékvalaszték a kovetkez6 kiviteli valtozatokat
tartalmazza:

* 90°, fekvé (vizszintes) és 180°, all6 (fliggbleges)

o felfelé reteszeld / lefelé reteszeld

e THT, THR vagy SMD forrasztasi eljarasok

¢ Kiilonbozd kiviteli valtozatok széles valasztéka, beépitett
LED-ekkel és az arnyékolas érintkezé fiileivel

« Atviteli sebesség 1 Gbit/s-ig

* Talcan (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)

¢ Kompatibilis a modularis RJ45 csatlakozéval, az ANSI /
TIA-1096-A és IEC 60603 szabvanynak megfeleléen.

* Atutési szilardsag 21500 V AC RMS (2250 V AC
csuicsérték) az IEEE 802.3 szerint

« Atutési szilardsag 21500 V AC (cstcsérték) vagy
21500 V DC az IEC 60603 szerint

* Megfelelés az IEEE 802.3 kovetelményeinek
(1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab vagy 100Base-Tx,
100 Mbps, IEEE 802.3u)

Tulajdonsagok és elényok:
¢ Bovitett, -40 °C és +85 °C kozti h6mérséklet-tartomany
a maximalis teljesitmény érdekében

e s

* Megerdésitett aranyréteg (30 p”) a megnovelt korrézid
elleni védelem érdekében

* A legalabb 0,3mm-es kiemelkedés tokéletes forrasztast
eredményez.

Altalanos rendelési adatok

NYAK dugaszolé csatlakozo, RJ45 jacks
transformer, 10/100 MBit/s , SMD-forrasztott
csatlakozas, 90°, Retesz opcid: bottom, Shield
tabs: 6 tabs, 30...80 pu" Ni /230 p" Au, LED: Nem,
Pé6lusszam: 8, Tape

Verzio

Rendelési szam 2564450000

Tipus RJ45M S1D DE4N RL
GTIN (EAN) 4050118572940
Qty. 220 Stiick

Csomagolas Tape
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Miszaki adatok

Méretek és tomegek
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Mélység 21,55 mm Mélység (coll) 0,848 inch
Magassag 13,46 mm Magassag (coll) 0,53 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 12,86 mm Szélesség 16 mm
Szélesség (coll) 0,63 inch Nett6 tomeg 0,001¢g
Electrical properties

Névleges fesziiltség 125V Névleges aram 15A

Atutési szilardsag, érintkezé / arnyékolas 1500 V DC Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 1000 V DC
Anyagjellemzdk

Szigetel6anyag PA 9T Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam Moisture Level (MSL)

(CTI) =500 1

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 alapanyaga Foszfor-bronz
Erintkezé anyaga Cu-0tvozet Erintkezé feluilet Arany a nikkel felett

Dugaszolhato csatlakozas

Tarolasi hémérséklet, min.

rétegszerkezete 30..80 u"Ni/ 230 u" Au -40 °C

Térolasi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -40 °C

Uzemi hémérséklet, max. 85 °C

Csomagolas

Csomagolas Tape VPE hosszlséag 356 mm

VPE szélesség 351 mm VPE magasséag 129 mm

Dobos tekercs atméréje @ (A) 330 mm Fellleti ellenallas Rs=10%-10"2Q

Rendszerspecifikacidok

Csatlakozas tipusa

SMT-forrasztott csatlakozas

Dugaszolasi ciklusok

750

Egysikusag:

100 ym

Felszerelés NYAK-ra

SMD-forrasztott
csatlakozas

Forrasztasi eljaras

Reflow forrasztas, Kézi

Forrasztétiske hossza (1)

forrasztas O mm
Forrasztétliske méretei Nyolcszdgletl Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Kimené konyok 90° LED Nem
Osztas, inch (P) 0,05" Osztas, mm (P) 1,27 mm
Po6lusszam 8 Retesz opcid bottom
Shield tabs 6 tabs Teljesitménykategéria 10/100 MBit/s

Termékcsalad

OMNIMATE Data - RJ45

Tolerance of solder pin position

atalakité dugasz +0.1T mm
Védelmi osztaly IP20 Arnyékolas Igen
Arnyékolas felilete nikkelezett Arnyékolo anyag Sargaréz
Atviteli sebesség 10/100 MBit/s
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
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PCB Layout
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GY/GY| RJA5GT R1U 3.2E4GY/GY TY

Packaging v Tray in box (manual assembly}
Tape on Reel (automated assembly)
LED vI6 Yellow/Green
GIY Green/Yellow (standard)
GY/GY Green-Yellow/Grear-Yellow
0/G Orange/Green
RIO Red/Orange
. lfurther combinations possilike)
without LED

LE!

Contact surface thickness 1 e 3,2 = By, 3 = 167, &= 304", 6 = 50
E = with EMI tabs
N = without EMI tabs

EMI tabs (ground fingers)

Solder Pin length 32mm
1.8 mm

SMD

Horizontal (90", side entry). latch up.
Horizontal (90°. side entry). latch down
Vetical (180", top entry)

Diagonal (45°). latch up

Direction, latch style

Number of Parts 1 Port
multi ports side by side, Multipert

multi ports about each ather, Multilevel

Assembly on PCB R Through Hole Reflow - THR
Soldering process: Wave or Reflow soldering
s Surface Mount Technology - SMT
Soldering process: Reflow soldering
T Through Hole Technology - THT
Soldering process: Wave
Parformance Category cs Category 5
cs Category 6
ceA Catogory 6A
Cse Category 6o
m 10/100 Mbit
a1 10/100/1000 Mbit
a0 10 Gbit
u Unshielded
P 10/100 Mbit with POE
MP+ 10/100 Mbit with POE+

Type codes
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Reflow Solder Profile
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.



